Fortgeschrittene Verpackungsléosungen

Fortgeschrittene Funktionen fur
fortgeschrittene Anwendungen:

IKomplettes Spektrum an ARtiv- und
Passivelementen:

Grose: 008004 - 100 x 100 mm
Dicke: 50 pm - 25 mm

Beliebiges Substrat-Format:
Grofle: 20 x 20 mm - 813 x 610 mm
Dicke: 50 pm - 12.7 mm

Umfassende Prozessentwicklung
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Hohe Produktivitdit ftir die
fortschrittliche Verpackungsmontage

Flip Chip im
Paket

System-in-
Package

Hochgenaue
Stelle

Wafer-Level-
Verpackung

Multi-Die Fan-

~FUZiONsc.

Halbleiterleistung bei Surface Mount Speeds

Eine Losung fiir alle fortgeschrittenen Verpackungsherausforderungen

B GenauigReit: <10 um, GeschwindigReit: 16K cph, Flache: 813 x 610 mm

® Beliebige ZufiUhrungsmaoglichReit (Wafer, Tray, Tape, Tube, BulR,
DireRt Die)

® Platzieren Sie hochgenaue ARtiv- und Passivelemente auf einer
Plattform

® PickR-and-Place auf jedem Untergrund, einschlieBlich dinn/flex

® Advanced Process Lab (APL): Fihrende Prozess- und
MaterialRompetenz; Prozessoptimierung, Fehleranalyse

FUZIONSC VIDEO (hier RlickRen)
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https://youtu.be/PN2ecnF9lZg

